淡江大學98學年度第2學期課程教學計畫表
	課程名稱
	（中）電子構裝
	授課教師
	楊龍杰

	
	（英）ELECTRONIC PACKAGING
	
	

	開課系級
	（中）機電三Ｐ
	開課資料
	□必修

■選修
	■0（單學期）
□1（上學期）   □2（下學期） □3（第3學期）
	2 學分
	先修科目
	（中）電子學

	
	（英）TEBXB3P
	
	
	
	
	
	（英）ELECTRONICS

	學系教育目標
	學生基本能力

	1、教育學生應用數學、科學及工程的原則，使其能成功的從事機電工程相關實務或學術研究。 

1.1培養學生具備學理基礎。

1.2培養學生具備工程應用之能力。

1.3培養學生資訊化能力。

2、培養健全的專業工程師，使其專業素養與工程倫理認知能充分發揮於職場，滿足社會需求。

2.1培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。

2.2培養學生具備設計與執行實驗，以及發掘、分析、解釋、處理問題之能力。

2.3培養學生守法奉獻、尊重自然及敬業守分之責任。

3、培育學生預備全球競爭的基本技能，以迎接不同的生涯選項並對終身學習奠定良好的基礎。

3.1培育學生表達溝通及團隊合作之能力。

3.2培育學生應用外語與拓展國際觀。

3.3培育學生持續學習的認知與習慣。
	A具備機電工程與應用所需的基本數理與工程知識。
B繪圖、加工與公差管理能力。
C基礎程式設計及相關資訊工具能力。
D邏輯思考分析整合及解決問題能力。
E創新設計與工程實作能力。
F應用外語能力與世界觀。
G團隊合作思維。
H專業倫理認知。
I終身學習精神。

	 課程簡介 （限50~100字）
	（中）本課程提供學生對電子構裝之全面瞭解，其牽涉到電子、材料、物理、化學、與機械等跨領域知識的合作與學習。

	
	（英）This course provides the overall understanding of the electronic packaging involving the system integration of electronics, material science, physics, chemistry, and mechanics.

	本課程教學目標與學生基本能力相關性

一、目標層次（選填）：1記憶、2瞭解、3應用、4分析、5評鑑、6創造。

二、單項教學目標分別對應「目標層次」有多項時，僅填列最高層次項即可（例如：「目標層次」可對應2、3項時，僅取3；對應3、5、6項時僅取6）。惟各項課程教學目標對應該系「學生基本能力」時，則可填列多項「學生基本能力」（例如：A、AD、BEF）。

	中文
	英文
	相關性

	
	
	目標層次
	學生基本能力

	1(1.2)培養學生具備工程應用之能力。
	1
	3
	AEGI

	2(2.1)培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。
	2
	3
	AEGI

	3(3.3)培育學生持續學習的認知與習慣。
	3
	2
	AEGI

	4
	4
	
	

	5
	5
	
	

	6
	6
	
	

	7
	7
	
	

	8
	8
	
	

	課程目標之教學策略與評量方法

	課程目標
	教學策略（課堂講授、分組討論、參觀實習、其他）
	評量方法（出席率、報告、討論、小考、期中考、期末考、其他）

	1(1.2)培養學生具備工程應用之能力。
	課堂講授
	出席率、小考、期中考、期末考

	2(2.1)培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。
	課堂講授
	出席率、小考、期中考、期末考

	3(3.3)培育學生持續學習的認知與習慣。
	課堂講授
	出席率、小考、期中考、期末考

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	授 課 進 度 表

	週次
	內容（Subject/Topics）
	備註

	1
	構裝簡介
	

	2
	電性設計之考量(1)
	

	3
	電性設計之考量(2)
	

	4
	熱管理及應力應變(1)
	

	5
	熱管理及應力應變(2)
	

	6
	材料選定與製程設計(1)
	

	7
	材料選定與製程設計(2)
	

	8
	失效分析與可靠度設計
	

	9
	IC測試
	

	10
	期中考試週
	

	11
	IC封裝
	

	12
	光電封裝
	

	13
	MEMS封裝
	

	14
	系統封裝
	

	15
	補充: 晶圓切割
	

	16
	補充: 探針卡
	

	17
	補充: 生醫電子構裝
	

	18
	期末考試週
	

	教學設備
	■電腦   ■投影機   □其他（　　　　　　　　）

	教材課本
	· 前14週採用邱碧秀著, “微系統封裝原理與技術”, 滄海書局, 2005年

· 最後3週內容由任課老師補充材料

	參考書籍
	· 郭嘉龍譯, “半導體封裝工程”, 全華圖書, 1989年

· 江國寧著, “微電子系統封裝基礎理論與應用技術”, 滄海書局, 2006年

	批改作業篇數
	篇（本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫）

	學期成績計算方式
	■平時成績： 40％   ■期中考成績： 30％    ■期末考成績： 30％
□作業成績：   ％   □其他（                      ）：   ％

	備考
	教學計畫表上傳步驟：教務處首頁點選「教務資訊」→「教學計畫表上傳」；網址：http://ap09.emis.tku.edu.tw/。
※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。


表單編號：ATRX-Q03-001-FM201-02










